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1. はじめに

　高発熱密度の電子機器の冷却においては接触熱抵抗低減
のために，導電性接着剤や電気絶縁性を持つシリコーング
リースやシリコーンゴムシートなどのTIM (Thermal Interface 
Material)が使用されている。これらの材料の厚さ方向の熱
伝導率測定法としてはこれまでASTM規格の一方向熱流定
常比較法 1),2)が多く用いられている。この方法は定常法で
あり，レーザーフラッシュ法などの非定常法と比べ，試験
材料と伝熱面間に生じる界面熱抵抗を含んだ有効熱伝導率
を測定できること，接触面圧力を実際の使用状況に近い条
件で測定できることなどの特長がある。しかし，従来の方
法は装置からの熱損を小さくするための補償ヒーターが必
要であること，接着剤など固着する材料では試験片の交換
が容易でないこと，試験時間が長いことなどの欠点があっ
た。
　また，素子の温度低減のためにグラファイトシートや金
属板あるいは多層プリント配線板などが熱拡散板（ヒート
スプレッダ）として利用されている。これまで平板状試験
片の面内方向熱伝導率測定法として光交流法（AC－カロリ
メトリック法）3)が用いられているが，レーザや波形解析装
置を必要とするため高価であり，それに代わる安価で簡便
な装置が求められている。上記の欠点を改良する目的で著

者らはこれまで平板状試験片の厚さ方向および面内方向の
2種類の熱伝導率測定法について研究を行ってきたのでそ
の概要を紹介する。

2. 厚さ方向熱伝導率測定法

2.1	 カートリッジ方式一方向熱流定常比較法

　著者らは新エネルギー・産業技術総合開発機構 (NEDO)
の「導電性接着剤実装技術に関する標準化調査事業」にお
いて，“はんだ”に代わる材料として注目されている導電性
接着剤の標準的な熱伝導率測定方法を検討し，実装状態を
模擬した試験片を用いた“カートリッジ方式一方向熱流定
常比較法”による熱伝導率測定装置を開発した 4)。この手
法は 2014年に ISOに登録されている 5).
　測定装置の構成を Fig. 1に，測定原理を Fig. 2に示す。
本装置は従来の定常法を基にした装置で，従来と異なるの
は試験片の交換が容易なカートリッジ方式としたこと，ま
た上下ロッドや試験片周囲を断熱していないことである。
　試験材料の有効熱伝導率 keff [W/m·K]は試験片通過熱流
束 qs [W/m2]と試験片温度差ΔTs [K]および試験片厚さ ts [m] 
から keff = qs·ts/ΔTsで求められ，同時に試験材料の界面熱抵
抗を含む単位面積当たりの熱抵抗 Rt = ΔTs/ qs [m

2K/W]，熱
コンダクタンスKt = Rt

-1 [W/m2·K]がそれぞれ得られる。こ
こに，試験片通過熱流束 qsは上下ロッドの熱伝導率と温度
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Fig. 1 Schematic of apparatus for steady state comparative-longitudinal heat 
flow method using a cartridge type specimen for thermal conductivity 
measurement


